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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D'ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 3: Examen visuel externe

AVANT-PROPOS

El:2002

1) La CE
comp
pour
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl,
interngtionales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux trava
intéregsé par le sujet traité peut participer. Les organisations internation 3 et non
gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux trava roitement
avec [|'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des cgndition entre les
deux ¢rganisations.

2) Les dgcisions ou accords officiels de la CEl concernant les questio N rese ent, dans |a mesure
du popsible un accord international sur les sujets étudiés, étan e nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les dpcuments produits se présentent sous la forme de teco O i Hati . lls sopt publiés
comme normes, spécifications techniques, fech 5 par les
Comitps nationaux.

4) Dans |e but d'encourager I'unification internati e tlonaux de la CEl s'engagent a appliquer de
facon |transparente, dans toute la mesure possible)Jes i ationales de la CEIl dans leufs normes
nationfales et régionales. Toute divergence e de Ia CEl et la norme nationale ou |régionale
corregpondante doit étre indiquée en termes clairs e

5) La CHI n’a fixé aucune procég N we indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand ud matéri < a lune de ses normes.

6) L’attemtion est attirée s i ins destéléments de la présente Norme internationale peyvent faire
I'objetl de droits de propriété its analogues. La CEIl ne saurait étre tgnue pour
responsable de nepas avoir identifié¢ de tels_tiroits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existenjce.

La Norme inter@ été établie par le comité d'études 47 defla CEl:

Disposififs a semic

Le texte s‘documents suivants:

FDIS Rapport de vote
> 47/1596/FDIS 47/1611/RVD

Le rappprt,de yvote~indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vofe ayant

abouti & Fapprobation de cette norme.

Cette méthode d'essais mécaniques et climatiques, relative a I'examen visuel externe, est le

résultat de la réécriture compléete de I'essai contenu dans l'article 5 du chapitre
CEIl 60749.

Cette publication a été rédigée selon les directives ISO/CEI, Partie 3.

1 de la

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.

A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

Le contenu du corrigendum d’aodt 2003 a été pris en considération dans cet exemplaire.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 3: External visual examination

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardi

participate in this preparatory work. International, governmental and no
with fhe IEC also participate in this preparation. The

2) The f rmal decisions or agreements of the IEC on technlc

from gll interested National Committees.
3) The dpcuments produced have the form of recommend Y
b 0 id d

4) In order to promote international unification, ndertake to apply IEC Int
Standprds transparently to the maximum ,ext in_their national and regional stand
divergence between the IEC Standard and the i ational or regional standard shall

5) The IEC provides no markiig p indi apr al and cannot be rendered responsib

6) Attentjon is drawn to the possibili 1 eleménts of this International Standard may be t}
of patent rights. The IEG be heldyresponsible for identifying any or all such patent rights.
Internatjonal Sta been prepared by IEC technical commi

tandard s, based on the following documents:

\ FDIS Report on voting
) 4T/1596/FDIS 47/1611/RVD

voting indicated in thé above table.
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e for any

e subject

ittee 47:

This mechanical and climatic test method, as it relatives to external visual examination, is a

complete rewrite of the test contained in clause 5, chapter 1 of IEC 60749.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until

2007. At this date, the publication will be

e reconfirmed;

* withdrawn;

+ replaced by a revised edition, or
*+ amended.

The contents of the corrigendum of August 2003 have been included in this copy.
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, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D'ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 3: Examen visuel externe

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEI 60749 a pour but de vérifier que les matériaux, la conception, la
construction, Ies marquages etl’ executlon du dISpOSItIf a semlconducteurs sont conformes au

documept—dapprovistonnremen v sai non
destruciif et il est appllcable a tous les types de b0|t|ers Cet essai e i qualifi-
cation, [

2 Appareillage d’essai

L’apparegillage utilisé pour cet essai doit pouvoir démontrer Ia 1 ité i 5itif aux
prescrigtions applicables, et peut inclure un équipeme iquie. iSS grandis-
sement|entre 3x et 10x et un champ de vision suf i qu'une
loupe disposant d'un entourage lumineux.

3 Prdcédure

Le disp¢sitif doit étre examiné confor plicable

et aux criteres donnés a l'article 4. Lor cernée,
il est a@imis que Ies dispositi [ un jet d’air propre filtré (par aspiration ou
soufflage ’

4 Crité

Les disy

41 Co hcement
et lisibil ovision-

nementla

4.2 M4drque visible de corrosion, de contamination ou de cassure (connexions trés cpurbées
ou cassges, scellements cassés — sauf les ménisques de verre), placage ou métal e base
exposé |défectueux (décollement, écaillage ou boursouflure) ou endommagé. (Une|décolo-
ration du revéiementi ne doit pas eire une cause de defalllance sauf en cas decailage, de
trous ou de corrosion évidents.)

4.3 Connexions qui ne sont pas intactes et alignées dans leur emplacement normal, qui ne
sont pas exemptes de courbures brusques ou non spécifiées et (dans le cas des connexions
plates) qui ne sont pas exemptes de torsion en dehors du plan normal des connexions.

4.4 Connexions qui ne sont pas exemptes de matériaux étrangers tels que peinture ou
autres dépodts adhérents.

4.5 Preuve de non-conformité avec le dessin détaillé ou avec le document d'approvi-
sionnement applicable, absence d'une caractéristique exigée ou preuve de dommage, de
corrosion ou de contamination qui perturbera I'application normale du dispositif.
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 3: External visual examination

1 Scope

The purpose of this part of IEC 60749 is to verify that the materials, design, construction,
markings, and workmanship of a semiconductor device are in accordance with the applicable
procure : T ' fom 1 = ' fqable for
all packiage types. The test is useful for qualification, process monitor hnce, or
both.

2 Test apparatus

Apparatus used in this test shall be capable of demonstrati to the
applicable requirements, which may include optica ipm : r-Ti’;ication
between 3x and 10x and a relatively large and acce ch as an illuminated

ring magnifier.

3 Prdcedure

The device shall be examined he requirements of the felevant
specification and the criteria listed in'\cla > Where” adherence of foreign materjal is in
question, devices may b& subjected toa ¢ [ d air stream (suction or expulsion) of

27 ms~ 1 maximum, and

4 Fai
Devices 3 f they exhibit any of the following:

4.1 Dgvi i e dentification, markings (content, placement, and legibility),
materia b orkmanship, are not in accordance with the agplicable

procuref
4.2 Vigi ncey of corrosion, contamination or breakage (grossly bent or| broken
terminals,/ cracked™~Seals — except for glass meniscus), defective (peeling, flaking, or

blisterinig)\or damaged plating or exposed base metal. (Discoloration of the finish shall not be
cause for failure unless there is evidence of flaking, pitting or corrosion.)

4.3 Terminals that are not intact and aligned in their normal location, free of sharp or
unspecified terminal bends, and (for ribbon terminals) free of twist outside the normal terminal
plane.

4.4 Terminals that are not free of foreign material such as paint or other adherent deposits.

4.5 Evidence of any non-conformance with the detail drawing or applicable procurement
document, absence of any required feature, or evidence of damage, corrosion or
contamination that will interfere with the normal application of the device.
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El:2002

4.6 Défauts ou dégradation résultant de la fabrication, des manipulations, des essais ou

notamm

ent:

a) Boitiers félés ou cassés. Des rayures sur la surface du boitier ne sont pas des causes de
défaillance sauf si elles affectent d'autres critéres décrits ici pour le marquage, la finition,

etc.

b) Tout éclat dont une dimension dépasse 1,5 mm dans n'importe quelle direction en surface
et dont la profondeur est supérieure a 25 % de I'épaisseur de I'élément de boitier affecté
(c’est-a-dire, couvercle, base ou paroi).

c) Tout éclat qui rend visible soit le verre de scellement (non visible auparavant), soit tout
matériau de grille de connexion qui, par conception, n'est pas destiné a étre exposé.

5 Résumé

Les infg
a) Pres
(voirn
b) Preq
(voin
c) Taill

criptions pour les marquages et l'identification
4.1).

criptions détaillées pour les matériaux, la co
4.1).

e de I’échantillon. § ;;

broches

écution
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